


 

① ① ドリリング  ② ② TM インプラント植立 

 

 

 

 

 

  

埋入されたフィクスチャー間の近遠心の中間に植立する 
ポイントを決定し、φ1.3mmのスターティングドリルで 
方向と深さを決定します。 
（もしくはガイドドリルφ1.8mm で皮質骨部を穿孔し、 
TM インプラントの植立方向を決定します。） 
 
近遠心の距離が不足する場合は舌側、口蓋側寄りに植立し、
インプラントや隣在歯との間に充分な距離（1mm 以上）を 
確保します。 

 TM ハンドピースドライバーをコントラに装着し、TM インプラ
ントを、回転数 20～25rpm で植立します。 
推奨埋入トルク値は 15Ncm 以下とし、30Ncm 以上の過度なトル
クをかけないようにしてください。 
 
手指の場合は、TM ラチェットドライバーとトルクラチェットを
使用します。トルク値はコントラ埋入と同様です。 

③ ③ 植立深度コントロール  ④ ④ ベンディング 

 

  

 

TM ラチェットドライバーとラウンドドライバーを使用して、
植立深度のコントロールを行います。 
 
適正な位置を確認し、粘膜縫合を行います。 

 口腔内に植立された TM インプラントの平行性が悪く、角度調
整が必要な場合は、TM ベンディングツールを装着し、ネック部
で注意深く曲げます。 
 
TM インプラントを繰り返し曲げると加工硬化が起こり、破折す
ることがありますのでご注意ください。 

⑤ ⑤ ブロックアウト用レジンガードチューブ装着 

 

⑥ ⑥ TMプラスチックコーピング装着 

           

 

 

 

 

TEK（暫間補綴物）と TM プラスチックコーピングを固定する
際、ヘッド部のアンダーカットに余剰レジンが入り込まない
ように、あらかじめシリコーン製のレジンガードチューブを
装着しておきます。 
 
 

TM プラスチックコーピングをヘッド部に仮固定します。 
 
※コーピングは未滅菌品ですが熱変形するため、オートクレー
ブでの滅菌は避けてください。 
常温環境でのガス滅菌もしくは薬液による消毒を行ってくだ
さい。 

⑦ ⑦ TEK（暫間補綴物）接着 

 

⑧ ⑧ TM インプラント撤去 

         

 

 

 

 

TMプラスチックコーピングと暫間補綴物が干渉しないように
空隙を設け、隙間に即時重合レジンを流し込み、コーピング
を取り込みます。 
コーピングはメタクリル樹脂製のため、即時重合レジンと接
着します。 暫間補綴物に取り込まれた TM プラスチックコー
ピングを、TM インプラントに仮着セメントで固定します。 

併用したインプラントの骨結合達成後、TM インプラントから暫
間補綴物を取り外し、TM インプラントのヘッド部に付着してい
る仮着セメントを除去します。TM ラチェットドライバーを装着
し、ラウンドドライバーで反時計回りに力をかけ撤去します。 
※ベンディングされた TM インプラントは慎重に撤去してくだ
さい。 

ＴＭインプラント術式 
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